
Добро пожаловать в O-ведущую
O-Weads стремится быть вашим партнером по сравнению с одним стопорным решением в цепочке
поставок EMS, включая дизайн PCB, изготовление печатных плат и сборки PCB (PCBA). Мы
предоставляем некоторые из самых современных технологий печатной платы, включая PCBS HDI,
многослойные печатные платы, жесткие гибкие платы Мы можем поддержать прототип быстрого
поворота до среднего и массового производства. (Китай PCB ПроизводительНесомненно

В целом, наши глобальные клиенты очень впечатлены нашими услугами: быстрый ответ,
конкурентоспособные ценовые и качественные обязательства. Проверьте более ценную
техническую службу и общее решение - это путь.

Глядя в будущее, O-ведущий будет сосредоточиться на инновациях и разработке технологий
производства электроники как всегда, и внести постоянные усилия на PCB & PCBA One-Stop Service,
чтобы предоставить первоклассные услуги и создавать больше ценности для наших клиентов.
(Power Bank Pcb Praded напечатанНесомненно

описание продукта
Место
происхождения Guangdong Кита (материк) Название бренда O-ведущий

Базовый материал FR-4, алюминий Толщина меди 0,5 oz-5oz.
Мин. Размер
отверстия 0,2 мм Мин. Ширина

линии 0,2 мм

Отделка поверхности Погружение золота, OSP,
свинец бесплатно

Мин. Межстрочный
интервал 0,2 мм

применимый к
Светодиод, мобильный
телефон, кондиционеры,
стиральные машины

символ Промышленное
управление PCB

сертификаты ISO9001, ул, ROHS, SGS Q / CTN 10 шт.-100 шт
масса 0,01 кг -5 кг MOQ 10 шт

цвет Синий, красный, зеленый,
черный. Толщина доски 0,1-5 мм

Номер модели Power Bank PCB Assembly
PCBA производитель цена $ 0,1- 10 $

Тип десу Требование клиента размер 0,01м3-10м3

Возможности производства

16 лет Профессиональный производство PCB PCB OEM PCB

предмет 2014. 2015 ~ 2016. 2017 ~ 2018.
Объем Образец Объем Образец Объем Образец

Количество слоя 32. 42. 38. 44. 42. 48.
Мин линии / пространство
(мкм) 50/50. 40/45. 40/45. 40/40. 35/40 35/35

Минимальное сверло
отверстие
Диаметр (мм)

0,15. 0.10. 0,15. 0.10. 0,15. 0.10.
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Соотношение сторон
птул 14: 1. 16: 1. 16: 1. 18: 1. 18: 1. 20: 1.

N + c + n 4 + C + 4 5 + C + 5 5 + C + 5 6 + C + 6 5 + C + 5 6 + C + 6
Любой слой соединен 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6
Наполнение тарелки через ДА - ДА - ДА -
Мин. Толщина сердечника
(исключить меди) (мкм) 50. 40. 40. 30. 40. 30.

Мин. Диаметр лазерной
дрели (мкм) 75. 65. 65. 50. 50. 40.

Через похорон
отверстие / сложено через ДА - ДА - ДА -

Материал FR4, Megtron, Nelco, Rogers, тяжелый медь и др.
Встроенный конденсатор
PCB. ДА - ДА - ДА -

Процесс поверхности

Без свинца HASL, Enig, OSP, погружение серебра, погружение,
олово,
Flash Gold, золотое пальцевое покрытие, селективное твердое
золото,
Ожелажимая паяная маска, углеродные чернила







HDI PCB печатная плата

Наша команда
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Сертификация







Упаковка и доставка



Возможность процесса
Возможности производства PCB
Количество слоя: 1Layer-32Layer
Готовая толщина меди: 1 / 3oz-12Oz
Минимальная ширина линии / Интернет-интервал: 3.0MIL / 3.0MIL
Минимальная ширина линии / расстояние между внешней: 4.0MIL / 4.0MIL
Максимальное соотношение сторон: 10: 1
Толщина доски: 0,2 мм-5,0 мм
Максимальный размер панели (дюймы): 635 * 1500 мм
Минимальное пробуренное отверстие Размер: 4mil
Толерантность отверстия для поохира: +/- 3mil
Бид / Похоронен VIAS (типы AII): Да
Через заполнение (проводящий, непроводящий): да
Базовый материал: FR-4, FR-4High TG.Halogen Свободный материал, Роджерс, Алюминиевая
основа,Полиимид,
Тяжелая меди
Отделка на поверхности: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, LMMERING SEVER,Лммерсион, золотые пальцы,
углеродные чернила



Возможности производства SMT
PCB Материал: FR-4, CEM-1, CEM-3, алюминиевая доска
Макс PCB Размер: 510x460 мм
Мин PCB Размер: 50x50 мм
Толщина печатной платы: 0,5 мм-4,5 мм
Толщина доски: 0,5-4 мм
Мин компонентов Размер: 0201
Стандартный компонент размера чипа: 0603 и больше
Компонент Макс Высота: 15 мм
Мин свинцовый шаг: 0,3 мм
Мин BGA Ball Pass: 0,4 мм
Точность размещения: +/- 0,03 мм


